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证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-054

债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项

目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29

日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了

《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司拟

根据募投项目建设安排及资金需求，分别将本次募集资金中 37,295.46 万元和

30,963.92 万元一次或分次逐步向全资子公司江苏富乐华半导体科技股份有限公

司（以下简称“富乐华”）和四川富乐华半导体科技有限公司（以下简称“四川

富乐华”）增资或提供无息借款，用于实施“半导体功率模块（高性能氮化硅）

陶瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目”和“宽

禁带半导体复合外延衬底研发项目”。增资或借款的进度将根据募投项目的实际

需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目

实施情况可到期后续借或提前还款。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上

述事项具体工作及后续等相关事宜。本事项无需提交公司股东大会审议。现将有

关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况
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经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发

行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕

1325号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投

资基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、

台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）、王梓旭、济南瀚祥投资管理

合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、

诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 37号私募证

券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管

理有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票 21,939,831股，每股面

值 1元，发行价为每股人民币 35.67 元，募集资金总额为 782,593,771.77元，扣

除发行费用人民币 10,398,175.12元后，募集资金净额为 772,195,596.65元。

截至 2025年 8月 15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并由天健会

计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2025年 8月 19日出具了《验资报

告》（天健验〔2025〕243 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公

司及子公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监

管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，严格按照监管

协议的规定使用募集资金。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次募集配套资金在扣除本次交

易有关的税费及中介机构费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序

号
项目名称 实施主体

项目总投资

金额

募集资金投入

金额
项目进展

1
半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷

基板智能化生产线建设项目
四川富乐华 36,693.15 30,963.92 进行中

2 高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目 富乐华 31,833.27 25,067.96 进行中
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序

号
项目名称 实施主体

项目总投资

金额

募集资金投入

金额
项目进展

3 宽禁带半导体复合外延衬底研发项目 富乐华 22,810.91 12,227.50 进行中

合计 - 91,337.33 68,259.38 -

三、本次使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的情况

为保障本次向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目

建设安排及资金需求，分别将本次募集资金中 37,295.46万元和 30,963.92万元一

次或分次逐步向全资子公司富乐华和四川富乐华增资或提供无息借款，用于实施

“半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热

大功率溅射陶瓷基板生产项目”和“宽禁带半导体复合外延衬底研发项目”。增

资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至

相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。董事

会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。

四、本次增资及借款对象的基本情况

（一）江苏富乐华半导体科技股份有限公司

1、基本信息

公司名称 江苏富乐华半导体科技股份有限公司

统一社会信用代码 91320981MA1W7DJX2Q

成立日期 2018-03-16

注册地址 东台市城东新区鸿达路 18 号

法定代表人 贺贤汉

注册资本 41,707.4258万元

经营范围

半导体新材料研发、生产（需专项审批的项目除外），功率器件模

块基板、热电材料、覆铜陶瓷基板、电子电力模块生产，销售自产

产品，道路货物运输（除危险品和爆炸物品）。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：货物进出

口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）

股权结构 安徽富乐德科技发展股份有限公司持有其 100%股权

是否为失信被执行人 否

与公司的关系 公司全资子公司
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2、主要财务指标

单位：万元

项目 2024年 12月 31 日/2024年度 2025年 3月 31日/2025年 1-3 月

总资产 329,167.13 338,307.60

总负债 36,158.84 39,417.51

净资产 293,008.30 298,890.08

营业收入 158,077.46 45,576.12

净利润 24,598.67 5,833.64

注：以上数据为单体审阅

（二）四川富乐华半导体科技有限公司

1、基本信息

公司名称 四川富乐华半导体科技有限公司

统一社会信用代码 91511000MA7LW79773

成立日期 2022-04-20

注册地址 四川省内江市市中区汉阳路 1188号

法定代表人 贺贤汉

注册资本 20,000万元

经营范围

一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器

件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组

件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术研发；

电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；其

他电子器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专

用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制

品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；集成电路制造；

集成电路销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属

压延加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道

路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准）

股权结构 江苏富乐华半导体科技股份有限公司持有其 100%股权

是否为失信被执行人 否

与公司的关系 公司全资子公司

2、主要财务指标

单位：万元
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项目 2024年 12月 31 日/2024年度 2025年 3月 31日/2025年 1-3 月

总资产 76,030.67 73,918.83

总负债 57,820.70 54,969.48

净资产 18,209.96 18,949.34

营业收入 40,091.16 11,028.04

净利润 -109.85 730.83

五、本次增资或借款后的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及子公司富乐华和四川富乐

华已开立募集资金专用账户，公司及子公司富乐华和四川富乐华与独立财务顾问

及相关开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进

行专户管理。公司及子公司富乐华和四川富乐华将严格按照《上市公司募集资金

监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公

司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求规

范使用募集资金。

六、本次增资或提供借款的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向富乐华和四川富乐华增资或借款，是基于“半导体功率

模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热大功率溅射陶

瓷基板生产项目”和“宽禁带半导体复合外延衬底研发项目”的建设需要，有利

于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式及用途

等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情形。

七、已履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025年 8月 29日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。董事会

同意分别将本次募集资金中37,295.46万元和30,963.92万元一次或分次逐步向全
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资子公司富乐华和四川富乐华增资或提供无息借款，用于实施“半导体功率模块

（高性能氮化硅）陶瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热大功率溅射陶瓷基

板生产项目”和“宽禁带半导体复合外延衬底研发项目”。

（二）监事会审议情况

公司于 2025年 8月 29日召开的第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关

于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。监事会同意

分别将本次募集资金中37,295.46万元和30,963.92万元一次或分次逐步向全资子

公司富乐华和四川富乐华增资或提供无息借款，用于实施“半导体功率模块（高

性能氮化硅）陶瓷基板智能化生产线建设项目”、“高导热大功率溅射陶瓷基板生

产项目”和“宽禁带半导体复合外延衬底研发项目”。

八、公司监事会、独立财务顾问出具的意见

1、监事会意见

公司使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目是基于募投项

目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，能有效使用募集资金，审议决

策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金向全资子公司富乐华和

四川富乐华增资或借款以实施募投项目相关议案已经公司董事会、监事会审议通

过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—

—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范

性文件的规定。本次使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事

项，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向或损害

公司及全体股东利益的情形。综上，独立财务顾问对本次使用募集资金向全资子
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公司增资或借款以实施募投项目的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议；

2、第二届监事会第十八次会议；

3、东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司关于安徽富乐德科技

发展股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的核

查意见。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年 8月 30日
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